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Samtec מרחיבה את מערכת המחברים בלוח האם ExaMAX® במהירות גבוהה 
עם אפשרויות חדשות של חיבור ניצב ישיר

ארכיטקטורה לחיבור ניצב (אורתוגונלי) מציעה 
ביצועים משופרים ונצילות תרמית לאינטגרטורי מערכות (SI) 

ניו אלבני, אינדיאנה, ארה"ב: חברת Samtec - יצרנית עולמית בבעלות פרטית בשווי של 662 מיליון דולר, המחזיקה קו רחב של פתרונות לחיבורים פנימיים אלקטרוניים - מודיעה בגאווה על ההרחבה של מערכת המחברים ללוח האם במהירות גבוהה ExaMAX® עם אפשרויות DMO (Direct Mate Orthogonal - חיבור ניצב ישיר) חדשות. מתכנני מערכות יכולים מעתה לנצל את היתרונות המובנים של ארכיטקטורות לחיבור ניצב ישיר, בהשוואה למערכות לוח אם מסורתיות.

פתרונות ה- DMO החדשים של Samtec, ExaMAX®, מעניקים גמישות למתכנני מערכות על ידי כך שהם מסירים את מישור חיבורי הביניים (mid-plane), מאפשרים לכרטיסי מארג (fabric card) ולכרטיסי קו (line card) להתחבר באופן ישיר. ארכיטקטורת מערכות זו, שמתפתחת במהירות, מגבירה את זרימת האוויר ומשפרת את הנצילות התרמית ברחבי השלדה (chassis). פתרונות DMO משפרים את שלמות האותות באמצעות נתיבים קצרים יותר ופחות מעברי מחברים, עם הפשטת רשימת החומרים של המערכות ושיפור עלותן.
מערכת DMO של Samtec - ExaMAX® - מורכבת מסדרת EBDM-RA החדשה, שמתחברת באופן ישיר עם סדרת EBTF-RA הקיימת. לעת עתה, אפשר להשיג פתרונות של 6 זוגות על 10 שורות והן 6 זוגות על 12 שורות. אפשר לקבל גם אפשרויות הכוללות פין מוביל והתקנה עם ברגים. אפשרויות של 6 זוגות על 6 שורות ו- 6 זוגות על 8 שורות נמצאות בתהליך פיתוח.
"מתכנני מערכות של הדור הבא מאמצים במהירות את ארכיטקטורות DMO", אמר ג'ונתן ספריגלר 
[Jonathan Sprigler] מנהל המוצר בתחום לוחות אם בחברת Samtec. "ספקי ציוד מובילים מכל תעשיית מרכזי הנתונים - אחסון, שרתים, רישות ויישומים אחרים - מנצלים את היתרונות של DMO באמצעות סדרת EBDM-RA החדשה של Samtec. 

הסדרה EBDM-RA של Samtec היא רק פתרון אחד של מערכת מחברי לוח אם במהירות גבוהה - ExaMAX®. המוצרים בקו הייצור של ExaMAX® עברו שיפור באופטימיזציה לקבלת מהירות של עד 56 ג'יגה סיביות בשנייה (באפנון PAM-4). תאימות להפסדי החזרה התקבלה הן במערכות של 85 אוהם וגם במערכות של 100 אוהם בזכות תכנון לפי מפרט טכני ל- 92 אוהם ובקרה על החזרות בכל המעברים הגיאומטריים שבתוך המחבר.

ארכיטקטורה ExaMAX® מאפשרת גם שימוש בכוח החיבור הנמוך ביותר בתעשייה עם כוח ניצב (נורמלי) מצוין שעונה על דרישות המפרט הטכני של GR-1217 CORE של Telcodia. עם שתי נקודות מגע בעלות אמינות גבוהה שקיימות בכל רגע נתון, גם במצב של חיבור בזווית, יש מעט קצוות שיוריים (residual stub) לביצועים של שלמות אותות משופרים. ניקוי מגעים (contact wipe) לאורך 2.4 מ"מ מגדילה את האמינות, בזמן שממשק חיבור הרמפרודיטי (דו מיני) מבטיח חיבור ללא קצוות שיוריים ויישור אמין.

מערכת לוח האם מתאפיינת בשכבות (wafer) בדידות של אותות עם זוגות לאותות הפרשיים בתכנון מדורג (staggered) ומאורגנים בשורות עם אפס לכסון (skew). כל שכבה כוללת מבנה של יחידה אחת בליטוש תבליט (embossed ground), אשר מגדיל את הבידוד על מנת להקטין את ערב הדיבור 
(crosstalk) באופן משמעותי.

לקבלת מידע נוסף, צפה בסמינר ברשת האינטרנט (webinar) "High-Speed Backplane Connectors Drive 56 Gbps and Beyond" (מחברי לוח אם למהירות גבוהה מעבירים 56 ג'יגה סיביות בשנייה ויותר), בקר בדף הנחיתה ExaMAX® High-Speed Backplane Connector System או הורד את High-Speed Board-to-Board Application Design Guide (המדריך לתכנון יישומים של חיבור מעגל למעגל במהירות גבוהה). תמיכה טכנית מיידית אפשר לקבל מאת המומחים ליישומים של לוחות אם של Samtec בכתובת HSBP@samtec.com.
אודות חברת Samtec
חברת Samtec נוסדה בשנת 1976, כיצרנית עולמית בבעלות פרטית בעלת שווי שוק של 662 מיליון דולר, שמחזיקה קו ייצור רחב של פתרונות לחיבורים פנימיים במערכות אלקטרוניות, לרבות רכיבים וכבלים לחיבור מעגלים משולבים למעגלים מודפסים (IC-to-Board) ולמארזי מעגלים משולבים (IC Packaging), חיבורי מעגל למעגל (Board-to-Board) למהירות גבוהה, כבלים למהירות גבוהה, מעגלים לחיבורי ביניים ומעגלי לוח למערכות אופטיות (Mid-Boards and Panel Optics), חיבור גמיש בקומות 
(Flexible Stacking) ורכיבים וכבלים זעירים /מוקשחים (Micro/ Rugged). במרכזים הטכנולוגיים של Samtec מתמקדים בפיתוח ובקידום של טכנולוגיות, אסטרטגיות ומוצרים, על מנת לשפר את הביצועים ואת העלויות של כל מערכת, מהשבב החשוף עד לממשק שנמצא במרחק של 100 מטר ולכל נקודות חיבורי הביניים שביניהם. עם 33 אתרים ב- 18 מדינות שונות, הנוכחות של Samtec ברחבי העולם מאפשרת לה לספק שירות לקוחות שאין שני לו. למידע נוסף, אתם מוזמנים לבקר באתר http://www.samtec.com.

הסימן ExaMAX® הוא סימן מסחרי רשום של חברת Amphenol.
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